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Die Hannover Messe 2008 umfasste zehn

internationale Leitmessen. 5 100 Ausstel-

ler aus mehr als 60 Ländern demonstrier-

ten eindrucksvoll die Leistungsstärke und

Innovationskraft der Industrie. Aus tech-

nischer Sicht stand das Thema Energieef-

fizienz im Mittelpunkt und die Bauteile, die

dazu beitragen können wie z. B. Motoren

mit hohem Wirkungsgrad.

In aller Munde war auch der Ingenieurs-

mangel. Auch die Pressekonferenzen der

Verbände wie VDI, VDE und Bitkom ka-

men um dieses Thema nicht herum. Nach

unterschiedlichen Quellen gibt es in

Deutschland derzeit offene Stellen für

rund 26 000 dieser Experten im Maschi-

nen- und Anlagenbau, in der Elektrotech-

nik und Elektronik, im Fahrzeugbau und für

Ingenieurbüros. So erschwert laut Heinz

Paul Bonn, Bitkom-Vize, das fehlende Ver-

ständnis für Embedded Systeme die Fi-

nanzierung von Investitionen und trägt

auch zum Nachwuchs- und Experten-

mangel bei. Nach seinen Aussagen sind

derzeit in Deutschland rund 8 000 Sys-

tementwickler am Design und der Pro-

grammierung von Software für Embed-

ded tätig. Deutschland nimmt in diesem

Bereich nach den USA und Japan den

Platz 3 ein. 

Die Redaktion der elektronik industrie war

auf der Messe unterwegs  und hat für

den Elektronikentwickler wichtige Neu-

heiten aus dem Bereich Elektromechanik

im Folgenden zusammengefasst. Was 

aus dem Embedded Bereich auf der

 Hannover  Messe 2008 interessantes zu

finden war, hat unser Redakteur Hans

 Jaschinski im Beitrag „CPU-Module: Und

noch’n Standard“ab Seite 26 zusam-

mengestellt. 

Maxon stellte mit

dem Mile Encoder

(Bild 1) einen Mikro Encoder

vor, der auf dem Wirbelstrom-

prinzip arbeitet. Der induktive En-

coder,  in MEMS-Technologie und da-

durch sehr klein, hat nicht die

Nachteile von optischen Encodern

(Schmutz, Öl) oder von magneti-

schen Encodern (Fremdfelder). Er

erfasst Drehzahlen bis 10 000 min-1,

verfügt über 64 Impuls pro Um-

drehung, drei Kanäle und CMOS

oder TTL-kompatibles Ausgangssignal.

 Weitere Merkmale sind frei program-

Positive Stimmung hält an

Hannover Messe 2008
Die Schwerpunktthemen der Hannover Messe 2008 Energie, Automation,
 Zukunftstechnologien und Nachwuchsförderung haben sich als Volltreffer
 erwiesen. Mit rund 200 000 Besuchern konnte sie die Besucherzahl zum
 Vergleichsjahr 2006 um rund 30 Prozent steigern. Verglichen mit der anders
ausgerichteten Hannover Messe 2007, da kamen 225 000 Besucher, ist aber ein
Rückgang zu verzeichnen.

Bild 1

Bei allen Verbänden
und Firmen war auf der
Hannover Messe 2008
der Nachwuchsmangel
an Ingenieuren das
Thema. Nach unter-
schiedlichen Quellen
gibt es in Deutschland
derzeit offene Stellen
für rund  26 000 dieser
Experten im Maschi-
nen- und Anlagenbau,
in der Elektrotechnik
und Elektronik, im
Fahrzeugbau und für
Ingenieurbüros. 
(Bild: Alfred Vollmer, Redaktion

elektronik industrie)
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mierbarer Indeximpuls und

 integrierte Kommutierungs-

signale.

Im bürstenlosen DC- Servo-

motor BG45 (Bild 2), den Dun-

kermotoren u. a. zeigte, ist die

Logik- und Leistungselektro-

nik integriert. Die Baulängen

dieser Antriebe betragen in

der kurzen Version 75 mm und

95 mm in der langen Variante.

Das Kantenmaß des eloxier-

ten Aluminium Profilgehäu-

ses ist 44 mm und bietet eine

 verbesserte Wärmeabfuhr.

Durch entsprechendes Aus-

führen der mechanischen An-

bindungen zur  Kundenappli-

kation sind Schutzarten bis

IP65 realisierbar. Mit Abgabe-

leistungen bis 70 Watt und

Drehmomente bis 16 Ncm ge-

hört der BG45 zu den leis-

tungsstarken Vertretern sei-

ner Baugröße.

Dieser energieeffiziente bürs-

tenlose DC- Motor, erhält in

jedem Betriebszustand die

exakt zum Drehwinkel der Mo-

torwelle erforderliche vektor-

geregelte Bestromung. Die

Vektorregelung trägt wesent-

lich zum niedrigeren Energie-

verbrauch bei, da im Gegen-

satz zur Sinuskommutierung

der Blindstrom gegen Null ge-

regelt wird. Diese Regelung

wird durch einen integrierten

hochauflösenden Geber er-

möglicht. Zu den besonderen

Merkmalen des BG45 gehört,

dass dieser Motor mit unter-

schiedlichen integrierten

 Elektronikfunktionen ausge-

stattet wird. Herzstück aller

Elektroniken ist ein 16 Bit

µController mit einem Flash -

speicher 256 kB. Die Stecker-

systeme sind kompatibel zur

gesamten Familie der bürs-

tenlosen DC-Servo Antriebe

ausgelegt.

Die Federkraftsteckverbinder

SPC 16 und ISPC 16 von Phoe-

nix Contact stellen eine be-

rührungsgeschützte Verbin-

dung von Geräteein- und

-ausgangsseite bis 76 A her

(Bild 3). Der Leiteranschluss

erfolgt bei diesen Hochleis-

tungssteckverbindern werk-

zeuglos und zeitsparend durch

den Push-In Federkraftan-

schluss. Diese Feder ermög-

licht es, Anschlussquerschnit-

te bis 16 mm² starr oder

flexibel ohne Werkzeug und

mit geringem Kraftaufwand

anzuschließen. Beide Steck-

verbinder haben die uneinge-

schränkte 600 V UL-Zulassung

in der Usegroup C und sind da-

durch für den Einsatz im in-

ternationalen Markt geeignet.

Sie sind steckkompatibel zu

PC 6-16 Grundgehäusen und

stellen somit eine Alternative

zu den Steckverbindern mit

Schraubanschluss dar. Darü-

ber hinaus sind auch fliegen-

de Kabel – Kabel Verbindun-

gen mit Federkraftanschluss

bis 76 A möglich.

Wieland nutzte die HMI u. a.

zur Vor stellung seines um-

fangreichen Spektrums an Lei-

terplattenklemmen und -steck-

verbinder und hat zu diesem

Thema einen 10seitigen Pro-

spekt herausgegeben (Bild 4),

in dem die Verfahren zur Lei-

terplattenbestückung näher

beschrieben sind. Da Weiland

seine THT-Bauteile reflow-fä-

hig anbietet, können sie ge-

meinsam in einem Arbeits-

schritt mit den SMDs gelötet

werden.

Das Gesicht eines Gehäuses

ist das erste Erkennungs-

merkmal, wie beim Menschen

so auch bei einem Gerät oder

einer Maschine. Ein hohes Maß

an Flexibilität, sowie die Of-

fenheit gegenüber den Kun-

den-Ideen und Anforderungen

garantieren eine „optimale

Schale für Ihre wertvolle Elek-

tronik“. 

Mit dem Rundumsorglospa-

ket des Frontplattenservices

stellt apra-norm sich diesen

neuen Herausforderungen

(Bild 5). apra-norm übernimmt

hierbei alles, von der indivi-

duellen Gestaltung über das

Design bis hin zum  Express-

Service, entwickelt apra die

optimale Lösung. Zahlreiche

Bearbeitungsmöglichkeiten

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 7Bild 5

Bild 6
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wie Fräsen, Lasern, Stanzen

plus Befestigungsmechanik für

Elektronik erfolgen ganz indi-

viduell nach den Angaben des

Kunden. Dabei spielt das De-

sign des Kunden eine wichtige

Rolle: Siebdruck, Tampondruck,

Untereloxaldruck, Folien und

Folientastaturen. Ab sofort

kann das Unternehmen Front-

platten in der vom Kunden ge-

wünschten Stückzahl nach

technischer Klärung im Ex-

press-Service liefern.

Auf moderne zukunftsorien-

tierte Industrial Ethernet- Ap-

plikationen zugeschnitten ist

der IDC RJ45 Field-Plug gemäß

IEC 60 603-7-5 mit Cat. 6-Zu-

lassung in der Schutzart IP20

von der Provertha Connectors,

Cables & Solutions GmbH

(Bild 6). Er ist wirksam abge-

schirmt und unterstützt eine

Datenübertragungsrate von

bis zu 10 Gbit/s. 

Wesentliche Merkmale sind

die sehr einfache und schnel-

le Kabelkonfektionierung von

Industrial Ethernet-Leitungen

im Feld ohne Spezial-Werk-

zeuge. Dies wird durch das spe-

zielle Design des 8-poligen IDC

RJ 45 Field-Plug sowie die in-

novative  Kontakt-Konstruktion

in Schneidklemmtechnik für

den Einzelader-Anschluss er-

möglicht. Für die einfache feh-

lerfreie Zuordnung der farbi-

gen Einzeladern des Patch-

oder Installationskabels ist der

Steckverbinder mit einer Farb-

codierung nach EIA/ TIA A/B

versehen. 

Das Multisteckersystem, mit

dem Wago einen modernen

Ersatz für die 100 Jahre alte

Lüsterklemme bietet, wird ab

dieser Hannover Messe noch

vielseitiger (Bild 7). Augenfäl-

ligstes Merkmal der neuen

MIDI- und MINI-Federleisten

sind die farbigen Drücker; die

Bedienung ist damit eindeu-

tig erklärt – ohne Worte und

damit ohne Sprachbarrieren.

Ein großes Plus für internatio-

nale Märkte. Außerdem sind

für die Betätigung keine Norm-

werkzeuge nötig. Hinter den

Drückern verbergen sich Cage

Clamp S-Anschlüsse, die sich

für alle Leiterarten eignen; ein-

drähtige Leiter und Leiter mit

Aderendhülse können direkt

gesteckt werden. Aufnahmen

für Prüfstecker in Leiteran-

schlussrichtung und zusätzli-

che Tippkontakte auf der Ge-

häuseoberseite vereinfachen

Tests unter beengten Verhält-

nissen. Geriffelte, muldenför-

mige Griffflächen erleichtern

die Bedienung zusätzlich. Auch

für die Beschriftung per Tin-

tenstrahler oder mittels selbst-

klebender Beschriftungsstrei-

fen bleibt noch Platz. 

Aufgrund des kompakten De-

signs von  MicroTCA-Systemen

sind pro Shelf mit Verlustleis-

tungen von 600 W und mehr

zu rechnen. Mit dem CCP Com-

pact Cooling Package (Bild 8)

setzt Rittal jetzt auf  erhöhte

Sicherheit beim Klimamana-

gement von MicroTCA-Sys -

temen mit einer Systemver -

fügbarkeit von mindestens

99,999 %. So lassen sich Elek-

tronik-Einschübe mit einem

leistungsstarken Luft/Wasser-

Wärmetauscher – inklusive

Bild 8
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Lüftereinheit – mit einer

 Kühlleistung von bis 1 200 W

komplett herunterkühlen.

 Einsatzbereiche mit Umge-

bungstemperaturen von bis

zu 55 °C sowie in Höhen von

1800 m sind möglich. Das Pa-

ckage ist als komplette Ein-

heit, inklusive einem 300 mm

tiefen Schrank, Controller-ge-

steuerten 19"-Luft/Wasser-

Wärmetauscher, 19"-Ein-

schublüfter sowie optional

einem Rückkühler, komplett

verdrahtet, erhältlich. Das Kühl-

system unterstützt gängige

IPMI- sowie CMC-TC-Protokol-

le und ist über eine Processing

Unit steuerbar. Selbst bei Aus-

fall eines Lüfters oder bei Tem-

peraturfehlern ist das System

betriebsbereit (96 h bis 55 °C).

Ein abgestimmtes System für

die Sensor-  und Aktoranbin-

dung ist von Siemens  unter

der Bezeichnung IO-Link er-

hältlich (Bild 9). Das Portfolio

der IO-Link-Devices reicht jetzt

von den Farb- und Laser-Ab-

standssensoren der Serie PXO

und den PXS Ultraschallsen-

soren bis zu zwei Feldvertei-

lermodulen mit hoher Schutz-

art IP67. Die Anschaltung an

die dezentrale Peripherie er-

folgt über ein Modul der

ET200S. Das gesamte IO-Link-

System wird zentral in Step 7

mit dem IO-Link-Konfigurati-

onstool parametriert und in

den Simatic-Automatisie-

rungsverbund integriert.

Mit dem PrintJet PRO präsen-

tierte Weidmüller einen neu-

artigen Tintenstrahldrucker,

der Kunststoffmarkierer im

„MultiCard“-Format einfach,

rationell und umweltfreund-

lich bedruckt (Bild 10). Mit ihm

lassen sich eindeutige und

dauerhafte Kennzeichnungen

für Geräte, Leitungen und Ver-

bindern erstellen. Die Bedru-

ckung im Schwarz- oder Ein-

zelfarbdruck erfolgt mit

wasserbasierender, umwelt-

freundlicher Tinte. Leere Dru-

ckerpatronen müssen somit

nicht über den Sondermüll ent-

Bild 10

Bild 9

Bild 11
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VDE: EUROPÄISCHE INDUSTRIEPOLITIK „HALBLEITER“ GEFORDERT

Um seine Standortchancen zu nutzen,

müssen Deutschland/Europa aus Sicht des

VDE in jedem Fall Chipfabriken halten und

ausbauen. Dies ist die einhellige Botschaft

des VDE-Experten Panels Mikroelektronik,

einer Umfrage im Top-Management von

Chipherstellern. Wenn die Fabriken ab-

wandern, werde das Design folgen, was

schwerwiegende Auswirkungen auf die

Produktivität in den starken deutschen

Anwendungsbereichen haben könne. Mehr

als 50 % der gesamten deutschen Indus-

trieproduktion und über 80 % der Exporte

hängen von der Elektro- und Informati-

onstechnik ab. Der VDE fordert daher eine

europäische konzertierte Industriepolitik

pro Schlüsseltechnologie Mikroelektronik.

Im Cluster Dresden wurden ca. 2 Mrd. €

Strukturfondmittel investiert, die zu ca.

10 Mrd. € Steuereinnahmen und Sozial-

abgaben für die öffentliche Hand führten.

Bleibt der Innovationsmotor Mikroelek-

tronik auf Touren, wird er nach Meinung des

VDE auch die traditionell starken deut-

schen Anwenderbranchen weiter antreiben.

„Wir gehen als Europameister in der Mi-

kroelektronik selbstbewusst in die nächs-

te Runde und haben gute Chancen, unse-

ren Titel als Innovationsweltmeister in der

Automobilelektronik, Elektro-, Energie-,

Medizintechnik und Automati-

on in den nächsten 10 Jahren

zu verteidigen. In den Mikro-

und Nanotechniken werden wir

ein gehöriges Wort mitreden.

Und Leitinnovationen im Bereich Energie-

effizienz und Energietechnik, in der Mi-

kro- und Nanotechnik und in der Medi-

zintechnik sind geradezu Steilvorlagen für

Deutschland – wir müssen unsere

 Torchancen aber auch verwerten“, bilanziert

VDE-Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Hans

Heinz Zimmer auf der Hannover Messe.

( jj)

Ruf nach Subventionen? Von links
VDE-Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing.
Hans Heinz Zimmer, Dr. Wolf-Dieter
Lukas vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und Gerd
Teepe von AMD auf der Hannover
Messe.
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sorgt werden. Die Druckschrift bzw. das

Druckbild sind gestochen scharf und re-

sistent gegenüber Umwelteinflüssen.

PrintJet PRO beschriftet neutrale Kunst-

stoffmarkierer im einheitlichen MultiCard-

Format mit seinen mehr als 150 Varianten.

Der Drucker wird gemeinsam mit der be-

dienerfreundlichen Software M-Print PRO

ausgeliefert. 

Personell darf sich die Harting Technolo-

giegruppe über ein neues Mitglied der Un-

ternehmensleitung freuen: Philip Harting

ist seit dem 1. März 2008 Vorstand für

Connectivity & Networks in der Technolo-

giegruppe und in dieser Funktion für das

weltweite Steckverbindergeschäft ver-

antwortlich (Bild 11). Zuvor war er seit

2005 als Managing Director Asia Pacific

für die Geschäftsentwicklung der Techno-

logiegruppe in Asien zuständig. Für seine

neue Aufgabe in Espelkamp formuliert er

klare Ziele: „Es ist unser erklärter Anspruch,

gemäß unserem Grundsatz ‚Pushing Per-

formance’ durch Steigerung unserer eige-

nen Leistungsfähigkeit immer innovative-

re Produktlösungen zu entwickeln, die die

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit un-

serer Kunden steigern“, so Philip Harting.

„Besucher unseres Messestandes können

sich davon anschaulich überzeugen.“ Auf

dem von 520 auf 832 Quadratmeter

 wesentlich erweiterten und gänzlich neu

konzipierten Hauptstand der Technolo-

giegruppe zeigte man innovative Kun-

denlösungen und Produkte für die indus-

triellen Anwendungsbereiche Installation

Technology, Device Connectivity/Geräte -

an schlusstechnik und Networks Automa-

tion IT. So wurde im Bereich Installation

Connectivity z. B. die Gehäuseserie Han 3

A Inox präsentiert, die neue Möglichkeiten

für den Einsatz von Connectivity in den

Bereichen von Lebensmittelindustrie und

Prozesstechnik bietet. Ferner können bei-

spielsweise für den Bereich Device Con-

nectivity die  Vorteile der neuen mCon 1000

Switch-Familie getestet werden: Diese eig-

net sich insbesondere für das  Umfeld in

Kommunikationsnetzen, in Stationen der

Energieverteilung, in Windkraftanlagen

oder vergleichbaren Anwendungen. Nicht

zuletzt präsentierte HARTING auch erstmals

die feldkonfektionierbare Wanddurchfüh-

rung M12 für den individuellen Einsatz.

Der Gemeinschaftsstand Wasserstoff +

Brennstoffzellen ist seit 14 Jahren der

Branchentreff für Marktführer, mittel-

ständische Unternehmen und renom-

mierte Forschungseinrichtungen, die dort

ihre Produkte und Innovationen aus allen

Bereichen dieses Wirtschafts-zweiges aus-

stellen: Wasserstoffproduktion, Brenn-

stoffzellenkomponenten, stationäre, trag-

bare und mobile Brennstoffzellen,

Anwendungen von und Testsysteme für

Brennstoffzellen, Reformer sowie Was-

serstofftransport, -lagerung und -infra-

struktur. Rund 150 internationale Firmen

und Institutionen haben sich in diesem

Jahr auf der größten und wichtigsten Aus-

stellung zum Thema Wasserstoff und

Brennstoffzellen in Europa präsentiert.

Ausstellende Firmen waren u. a. Dr. Cars-

ten Henschel, BASF Fuel Cell GmbH, Frank-

furt am Main, Guido Gummert, BAXI IN-

NOTECH GmbH, Hamburg, Trent Rowe,

CERAMIC FUEL CELLS LIMITED, Noble Park,

VIC, Australia, Stefan Schaaf, Schunk Bahn-

und Industrietechnik GmbH, Wettenberg,

Jochen Straub Ballard GmbH, Esslingen, Tor

Geir Engebretsen, Nordic Power Systems

AS, Snaroya, Norwegen, Dr. Wolfram

Münch, EnBW Energie Baden-Württem-

berg AG, Karlsruhe, Morten Riis, IRD Fuel

Cells A/S, Svendborg, Dänemark, Michael

Bode, CFC Solutions GmbH, Ottobrunn,

Linnet Tsai, Antig Technology Co., Ltd. Tai-

pei, Taiwan R.O.C., Mathias Bode, FuelCon

AG, Magdeburg-Barleben. Weitere Infor-

mationen zu den Ausstellern und ihren

Produkten/Projekten über infoDIRECT am

Ende des Beitrags.

infoDIRECT 415ei0608

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Maxon, Dunkermotoren,

Phoenix Contact, Wieland, 
Apra-norm, Provertha, Wago, 
Rittal, Siemens, Weidmüller, 
Harting

˘

infoDIRECT 414ei0608

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu den Ausstellern des  

Gemeinschaftsstands Wasserstoff
+ Brennstoffzellen

http://www.fair-pr.com/hm08/
exhibitors/index.html.
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